康欣新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
证券代码：600076                          公司简称：康欣新材
康欣新材料股份有限公司
[bookmark: _GoBack]投资者关系活动记录表
编号：2026-02
	投资者关系活动类别
	业绩说明会

	活动主题
	康欣新材2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会

	时间
	2026-06-03 - 10:00-11:00

	地点/方式
	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com
视频录播+网络文字互动

	参会人员
	董事长：邵建东
董事、总经理：汤晓超
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮
独立董事：冯凯燕

	投资者关系活动主要内容介绍
	投资者关系活动主要内容
1、黄总你好:伴随宇邦半导体正式并入上市公司，麻烦介绍标的目前实际产能投产水平，依托现有订单与排产计划，管理层对全年业绩目标达成怎么看？
答:您好，关于宇邦半导体的具体订单及业绩情况，请关注公司后期披露的定期报告。感谢您对公司的关注！
2、碳交易这块能否给公司带来收益？估计多久、多少？
答:您好，林业碳汇收益受国家政策机制、碳价、开发进度等多重因素影响，存在不确定性。目前碳汇尚未给公司带来实质性的收益，公司将密切跟踪全国碳市场与林业碳汇政策进展，积极盘活生态资源价值，相关重大进展将严格按照监管要求履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！
3、请问公司未来利润点在哪里？
答:您好，公司未来利润来源分阶段稳步布局，短期以集装箱主业提质增效，同时加快推进低效林地资产盘活改善经营、减少亏损拖累，通过资产处置回款压降负债与降低财务费用，增厚阶段性收益；中期依托控股宇邦半导体逐步完成客户认证与产能释放，深挖半导体精密零部件配套订单形成增量营收，叠加公司集装箱地板业务形成双主业增强盈利能力，提高公司核心竞争力；长期在稳妥整合现有两项业务基础上，探索集装箱主业与半导体配套材料协同机会，同时依托控股股东等各种资源开展产业整合。上述各项业务盈利释放节奏受行业周期、客户落地、项目整合进度等因素影响存在不确定性，后续经营进展请以公司公告为准。感谢您对公司的关注！
4、您好，公司传统木业业务已经连续多年大额亏损，从今年一季度可以看出亏损仍在持续，对公司业绩形成严重拖累。虽然公司收购了宇邦半导体，未来有望贡献利润，但短期看，宇邦的收益大概率仍不足以覆盖传统木业所产生的亏损缺口。那么请问：公司除了发展半导体第二增长极外，针对传统木业业务本身，有没有减少产能、关停低效产能，或者降本增效之类的明确计划或目标？第二，公司已在处置部分林地资产，后续资产处置的回笼资金用途是什么？是偿还有息负债、减少财务费用，或者有没有计划投入到新进的半导体业务用来扩大规模。第三，除了宇邦之外，有没有进一步的产业整合、资产注入或剥离不良资产的计划，以便于改善长期亏损的局面。谢谢。
答:您好，关于上述几个问题，公司将做好以下几个方面，一是持续优化集装箱地板业务，稳固现有航运、铁路运输集装箱客户的同时，加强产品研发丰富产品品类、拓展新客户、提升市场份额；通过持续深化生产体系改革，推进智能化升级，持续压降成本，力争主业毛利率稳步回升；二是公司处置部分林地资产是为了盘活存量低效资产、优化资产结构、压降资产负债率，目前暂无扩大半导体业务规模的计划。公司后续如有产业调整的计划或进展，相关事宜将会进行公告。感谢您对公司的关注！
5、网上传海力士（无锡）、长鑫配套代工厂、华润微、中芯、华虹无锡等单位与宇邦半导体公司存在着业务往来，请确认一下。
答：您好，公司会严格按照监管规则履行相应审议程序及信息披露义务，请关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！
6、这批林地拍卖进展感觉有点慢，请问有没有加大宣传，通过多个平台去卖？
答：您好，林地处置会经历挂牌、摘牌、签署转让协议、林权变更等步骤。林地已在江苏省产权交易所公开挂牌，并同步通过上交所公告、产权交易平台多渠道进行披露。感谢您对公司的关注！
7、董事长，山东证监局要求《改正存在问题的报告》已经提交了没有？
答：您好，相关报告已按期、正常提交，感谢您对公司的关注！
8、市场对公司半导体并购与国资赋能转型预期较高，但当前市值尚未充分体现业务升级价值，请问管理层如何看待公司现阶段估值水平？新材料与半导体业务是否会成为核心增长极、重塑公司盈利逻辑？除已披露事项外，公司目前是否存在初步接洽或规划中的资产整合、产业合作筹备工作？
答：您好，二级市场估值受宏观经济、行业政策、市场情绪等多重因素影响。目前公司紧抓集装箱主业经营提质增效，依托半导体业务增量优化盈利基本面，二者共同作为公司核心增长引擎，持续优化原有盈利结构、重塑公司盈利逻辑。除已公开披露事项外，公司目前暂不存在资产整合等事项。后续若开展相关重大事项，公司将严格按照监管规则及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！
9、邵董事长您好，想向您请教三个问题：一是公司2026年度半导体业务全年订单落地及业绩预期情况如何，相关业务板块的发展规划与盈利目标是否明确；二是立足中长期发展，公司是否存在重组、资产整合等资本运作相关规划；三是当前公司股价长期低迷，市场信心偏弱，请问管理层后续有无具体的市值管理举措，以及提振投资者信心、维护股东权益的相关安排？
答：您好，半导体业务方面，无锡宇邦半导体已从2026年4月起纳入公司合并报表，具体订单及业绩情况，请关注公司后期披露的定期报告；资本运作方面，公司未来如筹划相关资本运作事项，将严格依规履行审议及信息披露程序；针对公司股价低迷、市场信心不足的问题，公司管理层高度重视，一方面紧抓集装箱主业经营提质增效，依托半导体业务增量优化盈利基本面，另一方面持续做好投资者沟通与信息披露工作，通过多措并举稳步修复市场信心，切实维护全体股东合法权益。感谢您对公司的关注！




